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投资者关系活动
类别
	√特定对象调研    □分析师会议
□媒体采访        □业绩说明会
□新闻发布会      □路演活动
□现场参观□其他（请文字说明其他活动内容）

	参与单位名称
及姓名
	哈勃科技创业投资有限公司、深圳市广和通无线股份有限公司

	时间
	2026年7月

	地点
	公司会议室

	上市公司接待人员
	董事会秘书：张馨瑜

	投资者关系活动主要内容介绍
	1、 交流的主要问题及回复

1、当前射频前端行业竞争格局如何？公司行业地位如何？
全球射频前端市场曾长期由国际巨头主导，国内射频前端厂商起步较晚、基础技术相对薄弱，但市场份额稳步提升。在中低端市场，进入门槛相对较低，参与者较多，同质化竞争较为激烈，利润空间持续压缩；在高端市场，国内部分头部射频前端企业凭借多年技术研发与市场积累，持续加大研发投入，高集成度L-PAMiD模组等高端产品实现大规模量产并导入头部终端厂商供应链，行业集中度整体呈上升趋势。
公司经过多年的研发投入和技术积累，在射频前端领域建立了一定的品牌知名度与市场影响力，已向多个知名品牌客户实现量产出货并建立了长期策略供应与合作关系，并积极开拓手机卫星通信、车载通信、低空经济等新兴应用领域。未来公司将持续加速产品迭代与商业化落地，巩固扩大核心竞争优势。

2、射频前端在手机应用以外有哪些新的增长方向？公司在新兴领域方面的布局情况如何？未来几年展望如何？
智能手机已进入增速放缓与存量结构调整阶段，公司正在围绕其他增量市场积极布局。手机卫星通信方面，公司实现支持北斗、天通及低轨的三合一卫星通信PA在品牌手机客户规模出货；在智能汽车领域，公司5G车规级系列产品已通过AEC-Q100车规级认证，并已在知名车企中实现应用；低空经济领域，公司射频产品已导入知名头部客户，并已实现规模量产。2025年，射频前端在公司整体收入中占比超75%。未来公司将聚焦于与品牌客户进行下一代产品联合定制开发，拓展差异化应用市场，逐步实现业务增长与毛利率提升。

[bookmark: OLE_LINK2]3、公司在6G通信领域的布局情况如何？
随着通信频段不断向更高拓展，以及数据密集型应用快速发展，市场对网络带宽与连接能力的要求持续提升。未来，6G将向更高频段、更广覆盖和空天地一体化方向演进，将推动射频前端芯片迎来重大技术变革，同时为行业技术升级和产品创新带来新机遇。但目前6G仍处于标准探索阶段，尚未到商业化应用阶段，公司正在积极跟进新一代通信标准演进，围绕6G做好前沿技术积累。

4、射频SOC业务线发展情况如何？应用场景有哪些？
2025年射频SOC业务线营收同比增长41.50%。随着人工智能和大数据的快速发展，射频SoC下游应用领域愈加广泛化、多样化，公司射频SoC产品已导入知名工业、医疗、物联网等头部客户，覆盖无线外设、智能家居、健康医疗、智慧物流等多元物联网应用场景，市场空间有望持续扩大。

5、其他模拟芯片业务线目前处于什么阶段？规划如何？
其他模拟芯片是公司三大核心业务赛道之一。公司围绕可穿戴对低功耗、精准电量管理以及定制射频电源的实际需求，实现电量计等产品大客户导入，已成功切入智能终端、无线外设、IPC（网络摄像机）、医疗健康等多个高潜力细分场景。未来公司将持续丰富其他模拟芯片产品矩阵，拓展多元应用领域，持续推进产品量产落地与客户定制化项目导入。

6、公司三大业务线的收入占比如何？
2025年，公司实现主营业务收入188,239.59万元，其中射频前端产品收入占主营业务收入比重为77.32%，射频SoC产品占主营业务收入比重为22.18%，其他产品占主营业务收入比重为0.50%。

[bookmark: _GoBack]7、请问公司产能是否存在被AI挤压的情况？
2026年上半年，AI算力产业高速增长带动行业需求快速扩容，全球半导体产能供给持续偏紧，上游核心原材料价格上行。立足该行业背景，公司深度深化核心供应商战略合作机制，加快推进国产封装材料、基板板材等关键上游物料的国产认证与导入，通过供应链结构优化部分对冲成本波动风险，进一步提升供应链自主可控能力与抗风险韧性。

8、公司海外客户拓展方面有哪些最新进展？
2025年，公司在海外市场取得初步进展，通过深化与国际品牌客户的合作，不断提升产品盈利能力和品牌知名度。公司将全面推进国际化战略，拓展海外市场空间。扩充专业海外销售与技术支持团队，在核心海外市场设立分支机构，实现本地化服务与快速响应，拓展海外优质品牌客户与渠道合作伙伴，积极参与国际行业展会与技术交流活动，提升公司在全球射频、模拟芯片领域的品牌知名度与国际影响力。

9、 公司目前的资金状况如何？
公司流动性整体安全，银行授信等融资渠道储备充足，可覆盖研发、产能投入需求。公司精细化管控资本开支、强化资金合规管理，相关财务信息将在定期报告中统一披露，请关注公司后续披露的半年报。

10、公司在投资方面有哪些布局？
公司对于与主业具备战略协同效应、契合行业发展方向的优质资产及新兴产业赛道保持密切关注，并结合公司实际业务需求审慎研究投资事宜。


	关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明
	本次活动不涉及应当披露重大信息。

	附件清单（如有）
	

	日期
	2026年7月28日



